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前言

　　二十多年的改革开放造就了一个经济持续高速发展、各个方面生机勃勃的中国。
随着国外先进技术的引进，我国大多数企业的竞争力有了显著提高。
但在日新月异的新兴科技领域，中国的高科技企业的人才素质和科研水平与发达国家相比，仍然有相
当大的差距。
学习国外先进的技术理论和成熟的技术经验，使之与我国技术发展的实践相结合，走出一条中国企业
的快速成长壮大之路，已经成为科研技术人员和高校师生的共识。
　　机械工业出版社作为全国优秀出版社，始终坚持为科技、为教育服务的方针，以促进我国科学技
术发展为己任。
2007年初，机械工业出版社决定集中组织人力，编辑和翻译出版一套涵盖广泛学科领域的“国际信息
工程先进技术译丛”（以下简称译丛）。
机械工业出版社电工电子分社的吉玲副社长找到我，委托我组织国内外一批学者，编纂译丛的“集成
电路与半导体技术系列”。
　　近些年来，随着半导体行业的飞速发展，国内陆续地引进和翻译出版了一些以国外经典高校教材
为主的集成电路设计与制造技术的外版图书。
但从效果上来说，由于国内外产业结构、发展阶段和未来方向的不同，高校以及科研人员对图书的接
受程度不是十分理想。
为了解决这一问题，本系列丛书将针对高校师生以及工程人员，适当涵盖入门级的其他读者，翻译和
出版涵盖集成电路设计、制造，以及辅助设计等各个方面的图书。
每个方面引进一本或几本经典著作。
在专题的选择上，其内容力求符合中国产业发展实际。
在具体的图书选择上坚持：1）内容要经典，实用；2）符合国情和集成电路产业发展需要，图书内容
不窄、不专、不落后；3）对于技术有比较系统、全面的阐述，有实例，有方法，可供读者借鉴与参
考。
　　系列的翻译和出版是海内外许多著名专家学者心血的结晶。
系列丛书在筹备之初，就组建了顾问委员会和编辑委员会来共同保证所选图书的学术水平和翻译质量
。
顾问委员会的主任由近代电子电路和系统理论的主要奠基人之一、美国国家工程院院士、中国科学院
外籍院士、美国伯克利大学的Ernest S．Kuh（葛守仁）教授以及中国科学院院士王阳元共同担任。
一大批海内外知名的专家学者出于对中国集成电路与半导体技术教育和产业发展的关心与支持，应邀
担任了顾问委员会的委员，他们中包括国际国内顶尖大学和科研机构的教授学者，业界顶尖公司的技
术领袖，代表了国际国内集成电路与半导体技术领域研究与教学的最高水平。
　　编辑委员会负责整套丛书的翻译和编辑工作。
编辑委员会由来自国内外著名高校的教授和知名企业的研究人员组成。
他们都担任着第一线的教学和科研任务，对世界集成电路及半导体技术的教育和产业现状有着深刻的
了解和体会。
在繁重的教学和科研工作之余，他们承担了图书选择、联系译者和组织翻译、审校等具体工作。
　　在这里，我们要由衷地感谢每一位译者所付出的辛勤劳动。
丛书的译者都是由顾问委员会和编辑委员会从国内知名高校奋战在教学与科研第一线的著名专家学者
中甄选出来的，他们的科研方向、技术背景和所选图书高度切合，基本代表了我国在这一领域学术著
作翻译的最高水平。
　　译丛的引进和动作，从市场调研与选题策划、每本图书的推荐与论证、对译者水平的考察与遴选
、翻译规范与译校要求的确定、对译稿的质量控制，到版式、封面和插图的设计等各方面，都坚持了
高水平和高标准的原则。
我们力求给读者奉献一套译文准确、文字流畅，从内容到形式都尽可能保持原著风格的集成电路与半
导体技术的精品图书。
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内容概要

本书全面论述了数字系统及传输中的信号完整性问题；以数字系统为背景，在引入信令属性和互连模
型的概念之后，介绍了反射、串扰、同时开关噪声等典型问题，以及互连线的多端口模型；以建模为
主线，深入探讨了：电感、电容、电阻等无源元件模型，多引脚寄生参数的测量技术，互连的集总模
型和宽带模型等。
在提高篇讨论了端接、电源分布和先进封装等高级应用范例。
　　本书对于从事数字信号完整性及电磁兼容技术的研究或设计开发人员来说，是一本难得又实用的
工程参考书。

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<数字信号完整性>>

作者简介

Brian Young（杨·布赖恩）是摩托罗拉半导体部Somerset设计中心的技术部成员，从事PowerPCTM微
处理器和RapidIOTM互连架构的封装互连以及I/O方面的设计。
在七年多的时间里，他针对微处理器，快速静态RAM与DSP等，潜心研究高速信令的仿真、建模、测
量及性能。
他曾在得克萨斯A&M
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章节摘录

　　第1章　数字系统与信令　　提高计算性能有多种技术途径，包括高密度集成、高速电路（如动
态逻辑）、高级编译器、高数据吞吐量结构、宽指令和数据、并行处理和高速时钟等。
这里罗列的也仅仅是众多途径中的一小部分。
要使系统性能最大化地提升，系统所有的高速器件最好能集成到一个芯片上。
但是所涉及工艺的难度（尤其、是大面积芯片的成品率问题）限制了片上系统的实现，使片上系统只
能在有限的一些场合得到应用。
高速器件的互连是一个越来越严重的问题。
当器件的工作频率升高时，互连带宽也必须相应地增加。
　　增加互连带宽最基本的途径就是使用更快的时钟信号或增加位宽，或两者都采用。
然而信令标准、兼容性、功耗诸因素，以及封装、印制电路板（PCB）面积、硅片面积造成的成本使
得设计过程更加复杂。
一个全面的系统设计应该在系统结构、上述诸影响因素、成本之间找到平衡点。
为了使系统设计的折衷达到最优，需要对系统进行建模和仿真以评估系统的性能。
仿真中模型的可用性、正确性和精度是准确评估系统性能的关键。
　　1.1　提高性能时的折衷　　为了改善数字系统的性能，最基本的方案就是设法使系统能工作于更
快的时钟，每个时钟周期能更多地处理、传输数据。
系统设计者需要决策的要素包括体系结构、总线位宽、总线速度、信令标准、逻辑系列、拓扑结构和
负载。
这些要素必须加以折衷平衡，以使系统的性能能够在合适的成本、研发期限以及电磁辐射规定的范围
内满足设计要求。
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